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B Kommentar:

Herkommliche Mess- und Testmethoden
werden unbrauchbar

Mit der zunehmenden Miniaturisierung (ver-)schwinden die
Méglichkeiten, mit Priifspitzen oder Tastkopfen an Mess- oder
Testpunkte zu gelangen, um Signal-Kurvenformen zu tberpri-
fen - ob mit dem Oszilloskop oder einem Testsystem. Andere
Methoden sind also gefragt. Und es gibt sie schon. Hierzu ein
Kommentar von Glenn Woppman, Prasident und CEO von

Asset InterTech.

.Von auBen nach innen“ — von den
duferen Signalen in und an einem Sys-
tem zu denen in den Chips — das ist die
Richtung, die die Messen&Testen-
Industrie seit Jahrzehnten befolgt.
Man schlieBt also von den auBlen ge-
messenen auf die innen vorhandenen
Signale. Wenn es um Validierung,
Tests oder Debugging von Chips, Lei-
terplatten oder Systemen ging, gab es
bislang ja auch praktisch keine andere
Wahl: Der Entwickler greift seit jeher
zum Oszilloskop. Und in der Ferti-
gung kommen ICT-Systeme (In-Cir-
cuit Test) zum Einsatz. Dabei wird
eine Priifspitze an einem Chip-Pin
oder einem Testpunkt auf einer Leiter-
platte angelegt. Testmuster oder -vek-
toren werden eingespeist, und am
Ergebnis ldsst sich ablesen, ob ein Pro-
blem vorliegt. Die Tests finden auf
diese Weise ,,von auBlen nach innen®
statt.

Heute éndert sich das. Tests und Mes-
sungen kénnen auch von innen nach
auBen durchgefiihrt werden. SchlieB-
lich verschwindet durch die Miniatu-
risierung die physische Zugangsmog-
lichkeit fiir Tastkopfe und Priifspitzen
zusehends. Bei dieser Problematik
geht es heute nicht nur darum, freie
Flachen auf einer Leiterplatte zu ent-
decken, um ein paar Testpunkte unter-
zubringen bzw. eine andere Moglich-
keit zu finden, die Nutzung von Priif-
spitzen als praktikable Methode noch
ein paar Jahre zu verldngern. Es gibt
in Zukunft keinen Weg mehr, Leiter-
bahnen und Chip-Anschliisse mit
Priifspitzen zu kontaktieren und damit
elektrisch zu testen. Der mechanische
Zugang fiir Priifspitzen ist heute schon
nicht nur schwierig, er ist oft schon
ganz unmdglich, denn er ist im Design
nicht mehr vorgesehen.
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Die Moglichkeiten zum Testen einer
Leiterplatte mit Tastkdpfen oder Priif-
spitzen verschwinden aus zweierlei
Griinden. Erstens reduzieren Chip-
Gehiuse und Board-Designs seit Jah-

| Glenn Woppman, Prasident und CEQ von As-
set InterTech: ,Die herkommlichen Mess- und
Priifverfahren mit Tastkdpfen und Priifspit-
zen geraten durch die zunehmende Miniatu-
risierung weiter ins Hintertreffen bzw. wer-
den ganzlich unbrauchbar.”

ren den Platz, an dem ein Tastkopf
angelegt werden konnte. BGAs (Ball
Grid Arrays) und andere moderne
Chip-Scale-Geh#usetechniken haben
die Komponenten-Pins gar unter dem
Chip verschwinden lassen, wo sie fiir
Priifspitzen giinzlich unerreichbar
sind. Und auf einer Multilayer-Leiter-
platte ist die Leiterbahn, an der eine
Priifspitze angelegt werden konnte,
jetzt ganz tief mitten im Board verbor-
gen und damit auch weit aulerhalb der
Reichweite einer irgendwie gearteten
elektrisch-mechanischen Kontaktie-
rung.

Und selbst wenn Priifspitzen an den
Chips und Leiterbahnen angelegt wer-

den konnten, wiirde die Empfindlich-
keit moderner High-Speed-1/0-Busse
und Komponenten-Verbindungen we-
gen der kapazitiven Belastung, die die
Signal-Kurvenformen verfélscht,
brauchbare Priifergebnisse verhindern.
Uberschreitet etwa ein Bus die Uber-
tragungsrate von 5 Gbit/s, ist eine
Priifspitze sinnlos. Im schlimmsten
Fall konnte die zusitzliche kapazitati-
ve Belastung sogar einen empfindli-
chen Treiber beschadigen. Im giins-
tigsten Fall wiirde die Priifspitze ,,nur”
Signal-Anomalien oder Kurvenform-
Verfilschungen verursachen, die jede
Messung unbrauchbar machen.
Unternehmen, die hochkomplexe Lei-
terplatten entwickeln — also die
Boards, die in ein paar Jahren Stan-
dard sein werden —, wissen also, dass
sie ihre Produkte nicht mehr mit Priif-
spitzen und Tastkopfen priifen kénnen,
weil es entweder mechanisch unmog-
lich ist oder weil sie damit das Risiko
einer Beschiddigung der Leiterplatte
erhéhen. Oder weil die Messwerte, die
eine Priifspitze oder ein Tastkopf lie-
fert, nicht aussagekriftig genug sind,
um das Risiko einer Beschddigung des
Boards zu rechtfertigen. In jedem Fall
ist man also bei hoch komplexen Elek-
tronik-Systemen oder -Baugruppen
mit dem herkédmmlichen Tastkopf-/
Priifspitzen-Konzept auf der Verlierer-
seite. Wie aber ldsst sich das Problem
16sen? Antwort: mit Embedded-Inst-
rumentierung.

Tests und Messungen
direkt in den Chips

Embedded-Instrumentierung funktio-
niert genau umgekehrt wie die traditi-
onellen Mess- und Testverfahren mit
Priifspitzen: In Chips und Boards ein-
gebetiete Messtechnik sieht, was der
Chip sieht. Einige teure Oszilloskope
mogen zwar mit Hilfe Baherer Mathe-
matik eventuelle Signal-Anomalien
herausfiltern, dic durch Prifspitzen
und deren kapazitive Belastang verur-
sacht werden, aber die Ergebaisse sind
immer noch Simulationes und keine
empirischen echten Daten. wie sie
Embedded-Instrumentisrang liefert.
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